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CLAIRE

IN-LINE ANLAGE ZUR NASSCHEMISCHEN
OBERFLACHENBEHANDLUNG VOR DER

BESCHICHTUNG

Ein Hauptarbeitsgebiet des Fraunhofer FEP
ist die Entwicklung von Beschichtungen,
um verschiedensten Grundmaterialien neue
oder verbesserte Funktionen zu verleihen.
Eine abgestimmte Reinigungstechnologie
im Vorfeld der Beschichtungsverfahren ist
dabei essenziell, damit die Schichtsysteme
haftfest aufgebracht werden kdnnen.

Reinigung ist somit ein wichtiger Schritt in
der Wertschopfungskette, der die Grundla-
ge bildet, Ausschuss zu minimieren, Kosten
zu senken und qualitativ hochwertige
Produkte herzustellen.

Verschiedenste Verunreinigungen, zum

Teil bis in atomare GréBenordnungen,
sowie unterschiedliche Anforderungen an
die Oberflachen verlangen eine Palette an
unterschiedlichen Reinigungsverfahren, um
optimale Ergebnisse zu erzielen.

In unserer in-line Reinigungsanlage CLAIRE
sind verschiedene nasschemische Verfahren
vereint, die eine optimale Reinigung von
Platten und von Kleinteilen aus Metall,
Glas oder Plastik, sowie von Metallbandern
ermoglichen. Die Reinigungsprozesse
laufen dabei vollautomatisch mit einer
Reinigungsbad- und Prozesskontrolle ab.



= Metallbander (max. Reinigungsgeschwin-
digkeit bis zu 2 m/min)
o Breite bis zu 300 mm
= Dicke bis zu 1,5 mm
= Masse bis zu 1000 kg
= Platten und Bauteile aus Metall, Glas
oder Kunststoff in Transportkdrben
= Platten mit Abmessungen bis zu
500 mm x 500 mm
o Bauteile mit Abmessungen bis zu
450 mm x 450 mm x 300 mm und bis
zu einer Masse von 50 kg
= Reinigungsgeschwindigkeit:
2 Transportkorbe/Stunde

Schema der Reinigungsanlage CLAIRE

Reinigung von Metallbdndern

= 2 Reinigungsbader

= Ultraschall-verstarkte Reinigung

= dreifache Spullung

= Stickstoffinjektion im Spulbad

= Sprihreinigung

= HeiBlufttrocknung

= vollautomatische Reinigung

= Online-Prozesskontrolle
(automatische Bad-Qualitatskontrolle)

= Einfligen von Zwischenlagen fir den
Oberflachenschutz maoglich

= Ubernahme von Reinigungsarbeiten mit
einer umfangreichen Palette an Reinigungs-
technologien und Rezepten von
o Bauteilen, Platten, Metallbandern
= Mustern, Einzelteilen, Kleinserien

= Analyse von Reinigungsfehlern
o Ursachenermittlung
= Reinigungstests
= MaBnahmen zur Verbesserung von

Prozesssicherheit

= Entwicklung von Reinigungstechnologien,
Qualitatssicherungssystemen und Anlagen-
komponenten
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Abwickler mit 1. Reinigungsbad 1. Spllung 2. Reini- 2. Spulung  finale Spi-  Trocknung durch Aufwickler mit
Zwischenlagenauf- ultraschallunterstitzt durch Spri- gungsbad  durch Sprd-  lung durch HeiBluft Zwischenlagen-
wickel und beheizt hen von ent- hen von ent- Spriihen von abwickel
salzenem salzenem deionisiertem
Wasser Wasser Wasser
Reinigung von Platten und Kleinteilen 10
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Belade- 1. Reinigungsbad 1. Spdlung 2. Reini- 2. Spilung  finale Spi-  Trocknung durch  Entlade-
station  ultraschallunterstitzt durch Ein-  gungsbad durch Ein-  lung durch HeiBluft station
und beheizt tauchen in tauchen in Eintauchen in
entsalzenes entsalzenes deionisiertes
Wasser Wasser Wasser
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